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Datenblatt Produkt ICK BGA 10 x 10

kithlen schiitzen verbinden

Kihlkorper und Liifterkiihler fir Prozessoren>Kiihlkorper fiir BGA

¢

Kenndaten

Befestigungsart:

Sockel:

fur Prozessor:
Breite:

Hohe:
Bodenstarke:
Lange:
Warmewiderstand:
Verlustleistung:

Oberflache:

Technische Zeichnung
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Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAMND = GERMANY = ALLEMAGNE

10 x 10 x 6 mm, fiir IC Bauform BGA und andere
¢ besonders geeignet fir Ball Grid Arrays
Kihlkorperabmessungen passend fiir den jeweiligen BGA-Typ
direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar
doppelseitig klebende Warmeleitfolie WLF ...
Oberflache: schwarz eloxiert

o Warmeleitfolie
o Warmeleitkleber

universell
universell
10 mm

6 mm

1,8 mm

10 mm
32-10 K/W
1,8 W

schwarz eloxiert
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Nottebohmstraf3e 28
58511 Ludenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/VA/ICKBGA10x10/datasheet.xhtml?branch=Kuhlkérper
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